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@ Optoelektronisches Halbleiterbauelement 

@ Bel einem optoelektronischen Bauelement mit einem 
strahlungsempfangenden oder strahiungsemittierenden 
Hatbleiterchip (1), der an einem als Leiterband (4) ausgebil- 
deten Tragerteil befestigt und mit mindestens einem zweiten 
Leiterband (5) kontaktiert sowie mit transparentem Kunst- 
stoff (3) umhullt ist, soli die Mittenzentrierung des Haiblei- 
terchips verbessert und die Montagetoleranzen verringert 
warden. Die Leiterbander (4, 5) sind an ihren Enden in Hdhe 
des Halbleiterchips (1) uber ein Zentrierteil (2) miteinander 
verbunden, das aus der transparenten Umhullung (3) seitlich 
herausragt und aus einem Kunststoff besteht 
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Beschreibung ausragt und aus einem Kunststoff besteht Dabei ist das 

Zentrierteil zweckmaBig ein Kunststoffspritzteil. 

Die Erfindung betrifft ein optoelektronisches Bauele- Vorzugsweise erstrecken sich die seitlich aus der Um- 

ment mit einem strahlungempfangenden oder strah- hQllung herausragenden Schenkel des Zentrierteils Qber 

lungsemittierenden Halbleiterchip, der an einem als Lei- 5 den Sockel der UmhQllimg hinaus und legen somit des* 

tcrband ausgebildeten Trigerteil befestigt und mit min- sen Abstand auch in axialer Richtung fest Zweckm&Big 

destens einem zweiten Leiterband kontaktiert sowie mit besitzt das Zentrierteil drei seitlich aus der UmhQUung 

transparentem Kunststoff umhiillt ist um 120'' versetzt herausragende Schenkel. 

Derartige optoelektronische Halbleiterbauelemente Gem^ einer vorteiihaften Ausgestaltung der Erfin- 

sind bekannt. Sie dienen als Wandler optischer Signale 10 dung ist das Zentrierteil als Reflektor fUr den Halblei- 

oder Energie in elektrische Signale oder Energie bzw. terchipausgebildet Dabei kann die Oberfl^che des Zen- 

umgekehrt, StrahlungsempfSnger bzw. bestrahlungs- trierteils, auf der der Halbleiterchip auf einem Leiter- 

cmpfindliche Bauelemente sind beispielsweise Fotodi- band befestigt in geeigneter Weise angeordnet ist, als 

oden Oder Fototransistoren. Zu den Sendern bzw. plane Fl^che ausgebildet sein. Aufgrund des verwende- 

Strahlung aussendenden Bauelementen geharen (sicht- 15 ten Kunststoffmaterials ist es aber auch leicht mfigiich, 

bares) Licht emittierende Dioden (LED) und Infrarot- der Oberflache zumindest im Bereich des Halbleiter- 

strahlung emittierende Dioden (IRED). Diese optoelek- chips eine andere geeignete Form zu verleihen» um so 

tronischen Bauelemente werden zweckm^ig im Schei- die Empfangs- bzw. Abstrahlcharakteristik des Bauele- 

benverband hergestellt und nach Fertigstellung in Form menu welter zu verbessem. Zudem l&Bt sich das Refle- 

von quaderfdrmigen Chips aus den Scheibenverband 20 xionsvermdgen eines als Reflektor ausgebildeten Zen- 

(Wafer) vereinzelt trierteils auch durch einen metallischen Belag noch stei- 

Die fertigen Halbleiterchips werden dann je nach gern. Bei Verwendung einer solchen Beschichtung auf 

Verwendungszweck auf einem geeigneten TrSger befe- dem Zentrierteil ist ledigiich darauf zu achten, daB des- 

stigt» kontaktiert und in eine UmhOllung aus transparen- sen isoUerende Eigenschaften nicht beeintrftchtigt wer- 

tem Kunststoff eingebettet Die Kunststoffumhullung 25 den. 

kann dabei mehrere Funktionen haben. Zum einen bil- Als Tragerteil wird vorzugsweise ein Leadframe ver- 

det sie einen Schutz fflr den Halbleiterchip sowie den wendet, wobei das Zentrierteil vorteilhaft aus einem 

bzw. die Kontaktdr^hte. Zum anderen wird durch die Kunststoff besteht, dessen Elastizit^tsmodul kleiner als 

KunststoffumhOllung die Strahlungseinkopplung bzw. der des Materials des TrSlgerteils ist Zweckm&Big wird 

Strahlungsauskopplung in bzw. aus dem Chip verbes- 30 fOr das Zentrierteil ein hochtemperaturfester Kunststoff 

scrt AuDerdem kann die zweckmSBig gekrQmmte verwendet 

KunststoffoberflSlche als optische Linse wirken und so- Die mit der Erfindung erzielten Vorteile bestehen ins- 

mit die Strahlcharakteristik des Bauelements beeinflus- besondere darin, daB durch die Verwendung eines 

sen. Kunststoffzentrierteils, vorzugsweise Kunststoffspritz- 

Allerdings stellt die bei den heute ublichen radialen 35 teils, welches die Chiplage in axialer und radialer Rich* 

Standardbauformen auftretende Abweichung der me- tung bestimmt, eine deutlich bessere Obereinstimmung 

chanischen Achse des Bauelements von der optischen von optischer und mechanischer Achse des Bauele- 

Achse ein Qualitatsproblem dar. Insbesondere bei eng- ments erreicht wird Auch die mechanischen Spannun- 

winkligen Bauformen fQhrt dieses sogenannte Schielen gen im Bauelement werden durch die Verwendung von 

zu Problemen. Diese Probleme treten herstellerseitig 40 Kunststoff fur das Zentrierteil reduziert Damit wird ein 

bei der MeBtechnik auf. Anwenderseitig fahren sie zu negativer EinfluB auf die Alterung des Bauelements be- 

Fehlfunktionen oder aufwendiger Nachjustage. seitigt Zusitzlich ergeben sich durch die Trennung von 

Es sind bereits Bauformen bekannt, bei denen das Zentrierteil bzw. Reflektor und Leadframe noch folgen- 

sogenannte Leadframe als TragerteilfQr den Halbleiter- de Vorteile, Reflektorform und Material kdnnen der 

chip aus dem PlastikgehSuse (KunststoffumhOllung) 45 jeweiligen Applikation einfach und kostengflnstig ange- 

seltlich herausgefahrt ist Diese "Ohren" werden zur paBt werden. Eine breite Palette von Bauelementmodi- 

Zentrierung bei der UmhQlltechnik und bei der Anwen- fikationen kann mit nur einem TrSiger abgedeckt wer- 

dung benutzt Nachteilig ist hierbei, daB aufgrund der den. Dieser Trager ist beispielsweise bei einer LED als 

Beschaffenheit des Leadframe zus^tzlich Metaliteile aus Bauelement in seiner Gestaltung wesentlich einfacher 

der Umhilllung herausgefOhrt werden. Dies beeintrSch- 50 als die herkdmmlichen LED-Tr^ger mit geprSgtem Re- 

tigt die mechanische Stabilitat des Kunststoffgehauses, flektor. 

vcrmindert die Feuchtestabilitat und birgt die Gefahr Bei Sendebauelementen kann die Reflektor-Zentrier- 

eines elektrischen Kurzschlusses in sich. Einheit bei geeigneter Gestaltung den Lichtaustritt in 

Hinzukommt, daB bei derartigen radialen Bauformen Elichtung der elektrischen Anschllisse weitgehend ver- 

das Plastikgehause bekanntlich in KunststoffkavitSten 55 hindern und bei geeignetem Material und Design die 

abgeformt wird. Dabei wird die Standzeit, dh. die Lichtausbeute in Abstrahlrichtung erh6hen. 

mehrmalige Verwendbarkeit dieser Kavitdten bzw. die Aufgrund der Beschaffenheit und Ausbildung des 

Genauigkeit der Zentrierung beim FQgevorgang Lead- Zentrierteils sind auch seitlich abstrahlende bzw. emp- 

frame-Kavitat negativ beeinfluBt Zudem wirkt die Zen- fangende Bauelemente realisierbar. 

trierung axial und radial nur in zwei Richtungen. 60 Zudem kann bei entsprechender Ausfflhrung die Zen- 

Der Erflndung liegt die Aufgabe zugrunde, bei einem triereinheit auch als axiale Referenz ausgebildet wer- 

optoelektronischen Bauelement der eingangs genann- den. 

ten Art die Mittenzentrierung des. Halbleiterchips zu Anhand eines in der Figur der Zeichnungschematisch 

verbessem und die Montagetoleranzen zu verringem. im Schnitt dargestellten Ausfiihrungsbeispiels wird die 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemSB dadurch gelSst, 65 Erfindung im folgenden weiter eriautert 

daB die Leiterbander an ihren Enden in H6he des Halb- In der Figur ist als Ausfflhrungsbeispiel eines erfin- 

leiterchips Qber ein Zentrierteil miteinander verbunden dungsgemaBen optoelektronischen Bauelements eine 

sind, das aus der transparenten UmhOllung seitlich her- Lumineszenz- bzw. Leuchtdiode (LED) dargesteilt Die 
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LED besteht aus einem Halbleiterchip 1 als licht- bzw. 
strahlungsemittierendes Element. Der Chip 1 ist auf ei- 
nem Leiterband 4, das sowohl als Chiptrager als auch als 
die eine eiektrische Zuleitung fungiert, zweckmaBig mit- 
tels eines geeigneten Leitklebers befestigt Die andere 5 
eiektrische Zuleitung fur den Dioden-Chip 1 bildet das 
zweite Leiterband 5. Beide Leiterbander 4 und 5 sind 
zweckmfiBig Teile eines sogenannten Leadframe. der 
beispielsweise aus Kupfer besteht Die Kontaktierung 
des Chips 1 mit dem zweiten Leiterband 5 erfolgt Qber 10 
einen Bonddraht 6. Die Leiterb^der 4, 5 sind an ihren 
Enden in Hdhe des Halbleiterchips 1 Qber ein Zentrier- 
teil 2 mechanisch miteinander verbunden, elektrisch hin- 
gegen isoliert Das Zentrierteil 2 ragt dabei aus einer 
Umhiillung 3 aus transparentem Kunststoff, beispiels- 15 
weise einem Epoxidharz, seitlich heraus und besteht aus 
einem Kunststoff. Die Umhiillung ist in ihrem Oberteil 
konvex gewolbt und ubernimmt aufgrund dieser Form- 
gebung zusatzlich die Funktion einer optischen Linse. 
Die drei um 120" gegeneinander versetzten Schenkel 20 
des Zentrierteils 2 erstrecken sich abgewinkelt (recht- 
winklig) am Rande der UmhuUung 3 bis uber den Sockel 
der UmhQllung 3 hinaus und bilden mit ihren Nasen 
Abstandsstucke fQr eine genau defmierte Distanz. Das 
plane Verbindungsteil des Zentrierteils 2 ist in diesem 25 
Beispiel zusStzlich als Reflektor fur den LED-Chip 1 
ausgebildet und besitzt daher eine Reflektorvertiefung, 
in der sich der Chip 1 auf dem Leiterband 4 befmdet 

Patentansprache 30 

1. Optoelektronisches Bauelement mit einem strah- 
lungempfangenden oder strahlungsemittierenden 
Halbleiterchip, der an einem als Leiterband ausge- 
bildeten Tragerteil befestigt und mit mindestens ei- 35 
nem zweiten Leiterband kontaktiert sowie mit 
transparentem Kunststoff umhailt ist, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Leiterbander (4, 5) an ihren 
Enden in H5he des Halbleiterchips (1) ttber ein 
Zentrierteil (2) miteinander verbunden sind, das aus 40 
der transparenten UmhuUung (3) seitlich heraus- 
ragt und aus einem Kunststoff besteht. 

2. Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS die seitlich aus der Umhiillung (3) 
herausragenden Schenkel des Zentrierteils (2) sich 45 
uber den Sockel der Umhiillung hinaus erstrecken 
und somit dessen axialen Abstand f estlegen. 

3. Bauelement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Zentrierteil (2) drei seitlich 
aus der Umhiillung (3) um 120° versetzt herausra- 50 
gende Schenkel aufweist. 

4. Bauelement nach einem der Ansprtiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Zentrierteil (2) als 
Reflektor fiir den Halbleiterchip (1) ausgebildet ist 

5. Bauelement nach einem der Anspruche 1 bis 4, 55 
dadurch gekennzeichnet, daB das Zentrierteil (2) 
aus einem Kunststoff besteht, dessen Elastizitats- 
modul kleiner als der des Materials des Tr^erteils 
(4, 5) ist 

6. Bauelement nach einem der AnsprUche 1 bis 5, eo 
dadurch gekennzeichnet, daB das Zentrierteil (2) 
aus einem temperaturf esten Kunststoff besteht 

7. Bauelement nach einem der AnsprOqhe 1 bis 6, 
dadurdi gekennzeichnet, daB das Zentrierteil (2) 
ein Kunststoffspritzteii ist 65 

8. Bauelement nach einem der AnsprDche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Tragerteil (4, 5) 
ein Leadframe ist 



Al 

4 



Hierzul Seite(n)Zeichnungen 



ZE1CHNUN6EN SEITE 1 



Nummer: 
Int CI.5: 

Offenlegungstag: 



DE 4232 644 A1 
H01L 31/08 
31.M§rz1994 




408013/377 



